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TEM CCD-camera (Orius SCI000) has been installed in the transmission electron micro開
scope (JEOL JEM聞2010).This camera mounted at the bottom ofthe system allows the user 
to view and record easily high resolution images.加 dit offers high speed (> 14 fps) image 
viewing modeラandcapability ofhigh quality TEM in-situ observation. 
In addition， two computer-controlled sample-preparation systems have been equipped re幽
cently. By the ion slicer system (JEOL EM-9100IS) we can prepare thin-film specimens 
faster and easier than before， where low-angle Ar ion beam irradiates the specimens using a 
thin shield belt. The Gentle Mill 3 (IV8) can eliminate surface damage caused by the 
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Fig.2 New sample pr巴parationsyst巴msforTEM 

















































Table 1 Main Equipments of“Atomic Stmcture Analyzing System 2012" (Specification) 
略称幽名 I TEM(透過型電子顕 I SPM(走査プローブ顕微 I FE-SEM (電界放出型走 I LV-SEM(低真空型走
称 |微鏡) I鏡) I査電子顕微鏡)査電子顕微鏡)
近影
製造者園 JEOL(日本電子) SIナノテクノロジー JEOL(日本電子) JEOL(日本電子)
型式 JEM-2010 SPA-4000 JSM-6335F JSM-5610LVA 
ローブ 熱電子(LaB6) AFM (SiN) FE竜子(W(310) 熱電子(Wへアピン)
最小プローブ径:1nm DFM(Si) 
加速電圧|…OkV 先端曲率半径三玉10nm 0.5-30kV 0.5~30kV 
分解能 0.14nm(格子像)、 1.5nm(15kV) 3.5nm 
0.23nm(粒子像) 4.0nm(1kV) 4.5nm(LV) 
試料室 豆5x 10-5Pa 大気 壬1x 10-4Pa 豆270Pa(LV)
最大試料 φ3mm x 300μm φ50mmxt10mm φ32mm x 20mmh φ152.4mm 
サイズ 50-1，200，000倍 最大走査範囲 35μm口 10-500，000倍 18-300，000 f音
倍率




像記録方 DM3. TIFF. AVI BMP. JPEG BMP， JPEG (MO経由) BMP. JPEG 
法(ファイ MPEG， JPEG，フィlレ
ル形式) ム(108x 58mm) 
利用した 1出 10仙特殊 I~日(@￥5附AFM 探針 I 1印刷 I 1日(@￥500)




































































































































第5号、 pp.97-99， (2003.3) 
[2]http://www.astf-kha.jp/m巴surement/equipment/ 
